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北京浩丰创源科技股份有限公司 

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技”、“上市公司”、“本

公司”）于 2020 年 12 月 16 日披露了《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重

组报告书”），并于 2020 年 12 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

下发的《关于对北京浩丰创源科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类

重组问询函〔2020〕第 47 号）（以下简称“问询函”），公司已于 2021 年 01 月

08 日披露了对该问询函的回复，具体内容详见刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据问询函的相关要求，公司对重组报告

书进行了补充和修订，现对重组报告书补充和修订情况说明如下： 

1、补充披露了标的公司各报告期内固定资产的具体构成，并结合标的公司

业务开展所需固定资产具体情况、人员构成、研发投入及产出等说明标的公司固

定资产能够满足其生产经营需求，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”

之“三、信远通最近两年及一期财务状况分析、盈利能力分析及现金流量分析”

之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“（7）固定资产”部分。 

2、补充披露了第三方出借研发设备的风险，详见重组报告书“重大风险提

示”之“二、标的公司的经营风险”之“（六）研发设备中存在由合作伙伴出借

情形带来的风险”部分及其他相关章节。 

3、补充披露了“XFusion 云资源管理平台+模块化机房及智能网络产品组合”

的应用场景、市场空间等内容，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”

之“八、信远通主营业务发展情况”之“（二）主要产品及服务介绍”之“3、模

块化机房及智能网络”部分。 



4、补充披露了各报告期与关联方资金往来的起止日期、利息费用及确认情

况，详见重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之

“2、关联方交易情况”部分。 

5、补充披露了标的公司在招投标等取得订单过程中主要竞争对手情况，详

见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”

之“（五）主要经营模式及业务流程”之“3、销售模式”部分。 

6、根据在手订单覆盖业绩承诺期情况修订了业绩补偿无法实现的风险的内

容，详见重组报告书“重大风险”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）

业绩补偿无法实现的风险”部分。 

7、补充披露了标的公司在手订单的预计执行周期、交付时间、收入确认时

间、业绩承诺期各期的承诺覆盖情况，详见重组报告书“第六节 本次交易标的

评估情况”之“五、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性分析”

之“（二）评估依据的合理性”之“5、在手订单情况”部分；并更新了标的公司

在手订单情况，详见重组报告书“第五节 本次发行股份情况”之“三、募集配

套资金的具体方案”之“三、募集配套资金的具体方案”之“（2）标的公司的市

场地位、客户储备、在手订单情况”部分。 

8、补充披露了预测期相关费用率较低的原因及合理性，详见重组报告书“第

六节 本次交易标的评估情况”之“五、上市公司董事会对交易标的评估合理性

以及定价公允性分析”之“（二）评估依据的合理性”之“3、财务数据预测的合

理性分析”部分。 

9、补充披露了预测期内募投项目收益与标的公司预测收益的具体区分方法，

详见重组报告书“第五节 本次发行股份情况”之“四、募集配套资金必要性及

合规性分析”之“（六）本次交易评估是否考虑募集配套资金投入带来的收益”

部分。 

10、补充披露了大数据管理和开发平台研发项目运营期数量（节点）、单价

等的预测依据及合理性，详见重组报告书“第五节 本次发行股份情况”之“三、

募集配套资金的具体方案”之“（二）本次募集配套资金投资项目具体情况分析”

之“2、大数据管理和开发平台研发项目”之“（4）项目收益情况”部分。 



11、补充披露了保障孙成文补偿义务履行的措施，详见重组报告书“第一节 

本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金

购买资产的方案”之“10、业绩承诺及补偿安排”之“（9）保障补偿义务履行的

安排”部分。 

12、补充披露了目前国产芯片服务器市场的市场格局，包括总体规模、各主

要国产芯片厂商的市场占有率和竞争优势，详见重组报告书“第四节 交易标的

基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（四）所处行业情况”之“5、

目前国产芯片服务器市场的市场格局，包括总体规模、各主要国产芯片厂商的市

场占有率和竞争优势”部分。 

根据上述修订及补充披露内容，同时将重组报告书其他章节中相关内容进行

了修订。 

特此公告。 

 

 

 

北京浩丰创源科技股份有限公司 

 

2021 年 1 月 8 日 

 


